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REALTIME TECHNOLOGIES,s.r.o. je hrdym clenem skupiny
Realtime Technologies Group, ktera aktivné pusobi na
trzich v Irsku, Ceské republice, na Slovensku a v Rumunsku
a nabizi spickové elektronické sluzby a produkty.
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Problematika skladovani
PCB a aspekty souvisejic

»

Standard pro manipulaci a
skiadovani PCB

» IPC-1602A
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Rozsah a historie Cipc

IPC-1602 A
Training Center

Historicky se prumysl plosnych spoju spoléhal na vojenské specifikace a
smeérnice pro definovani metod baleni, aby se zachovala kvalita a
spolehlivost ploéSnych spoji béhem prepravy a skladovani.

IPC-1602A
Mnoho z téchto dokumentu je véak zastaralych, nedpinych, nezabyva se
bezolovnatymi montaznimi procesy nebo se nevztahuje na noveéjsi
laminaty ¢i kone¢éné povrchové upravy.

» IPC-1601- 8/2010
> IPC-1602 - 4/2020
> IPC-1602 A - 11/2024

IPC & Irish Technology Days 2025 | JIRI DOSTAL | REALTIEM TECHNOLOGIES



_ (/ime
CiIpc

IPC-1602 A
Training Center

MSL vs. PCB

Na rozdil od norem, které se vztahuji na mikroobvody citlivé na vihkost a dalsi
elektronické souc¢astky (napr. IPC-J-STD-020, IPC-J-STD-033,

IPC-J-STD-075), tato norma neobsahuje pozadavky na testovani nebo
charakterizaci arovné citlivosti na vihkost, Zivotnost podiahy nebo odstranovani
vihkosti vypalovanim.

Charakterizace nebo testovani citlivosti na vihkost pro konkrétni navrh plosnych

spoju je ¢éasto nepraktické, protoze se desky v mnoha diilezitych ohledech lisi
od souéastek citlivych na vihkost.

Rychlost absorpce vihkosti ploénych spoju a jejich citlivost na po§kozeni
vihkosti se li§i v zavislosti na tloust'ce desky, rozlozeni médénych prvku,
konstrukénich materialech a dalSich viastnostech specifickych pro dany navrh

desky.

Navrhy plo$nych spoju jsou navic obvykle jedineéné pro konkrétniho uzivatele a
pouzivaji se v mnohem mensSim
mnozstvi nez souc¢astky, které jsou do nich sestaveny.
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1.8.2 Suché baleni Baleni, které se sklada z vysouseciho materialu a karty indikatoru vihkosti (HIC)
utésnéné s deskami ploSnych spoji uvniti sacku s bariérou proti vihkosti (MBB) (viz 4.2).

1.8.3 Zivotnost desky Maximalni kumulativni doba, po kterou muize byt deska plo$nych spoja vystavena
okolnim podminkam (< 30 2C/60 % relativni vlhkosti) pfed hromadnym pajenim, po vyjmuti ze suchého baleni BETAEH
(sacek s bariérou proti vlhkosti (MBB) s vysousecim prostfredkem a kartou indikatoru vlhkosti (HIC)), suchém S0 - st

Terms and Definitions for

skladovani (suchy dusik nebo exsikator), laminovacim stohem nebo suchém vypalovani. Pokud je prekrocena Inhecconasecing ook Pac baglrg

Electronic Circuits

zivotnost desky plosSnych spojli, mize byt prekro¢en maximalni pfijatelny obsah vihkosti (MAMC, viz 3.3.6).

An international standard developed by IPC

chemikalii citlivych na vlhkost, obvykle jako kulaté tecky usporadané v poradi, pricemz kazda z nich méni barvu
pfi vyssi relativni vihkosti. Barva se zméni (v zavislosti na chemikaliich, bud' z modré na riZovou nebo z hnédé
na azurovou), kdyz vlhkost prekroci hodnotu vytisténou na tecce. Kdyz vlhkost klesne, barva se zméni zpét (na
modrou nebo hnédou).

1.8.6 Vak s ochranou proti vlhkosti (MIBB) Vak uréeny k omezeni propustnosti vodni pary a pouzivany k baleni =~ o s
zarizeni citlivych na vihkost. MBB je vyroben z materiadlu s nizkou propustnosti vodni pary (WVTR) (viz 4.2.1). T N
MBB obsahuje metalizovanou vrstvu (hlinik), diky které je sacek leskly a neprihledny. e «,7»

‘ 1.8.4 Karta indikatoru vlhkosti (HIC) Indikator relativni vlhkosti ve formé karty s natiSsténymi usazeninami
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3.4 Vysuseni — presuseni pro odstranéni vihkosti

Pokud byla prekrocena doba na pracovisti nebo
maximalni povolena Zivotnost desky (MAMC), muze byt
nutné provést presuseni, aby se odstranila veskera
zbytkova vlhkost, ktera mohla byt absorbovana do
desky plosnych spoji, nez je vystavena profilu pajeni

sestavy.
Vypalovani muze byt také nutné pro rozsahlé opravy
pajeni.
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Problémy vysuseni CipPc
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3.4.1.2 Oxidacni ucinky Za urcitych okolnosti se muze stat nepajitelnym i povrch, ktery
obvykle neni nachylny k oxidaci. U bezproudového niklovani/imerzniho zlata (ENIG) muze
kyslik nakonec proniknout tenkou vrstvou zlata a oxidovat podkladovy nikl. Casteéné
oxidaci Ize zabranit vypalovanim v prostredi s nizkym obsahem kysliku, napriklad ve
vakuové nebo dusikem inertni peci, se 100 ppm kysliku nebo méne.

3.4.1.3 Vlivy na difuzi pevnych latek Vypalovani urychluje difuzi pevnych latek mezi kovy a
zvysuje rust intermetalickych latek. To muze vést k ,,slabému kolenu“ nebo jinym
problémuim s pajitelnosti, pokud intermetalicka vrstva dosahne povrchu a oxiduje.
Informace o rychlostech difuze viz IPC-HDBK-001.
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3.4.1.4 Vlivy na povrchové upravy stribra ponorenim do cinu. Béhem vysuseni se stribro
zakaluje, pokud je ve vzduchu pritomna sira nebo chlor nebo pokud kontaminuje peci.
Zakaleni se stava viditelnym, kdyZ dosahne tloustky priblizné 5 nm, ale pajitelnost se
snizuje, dokud nedosahne priblizné 50 nm.

Pokud je zakaleni viditelné i po vypalovani, je treba oveérit pajitelnost.

3.4.1.5 Vlivy na povrchové upravy ponorenim do cinu. Doba pajitelnosti ponoreni do cinu .
zavisi na tloustce, ale typicka je 12 mésica (viz IPC-4554). Vysuseni zvysuje rust
intermetalickych sloucenin CuSn, cimz zkracuje dobu p3jitelnosti.

Vysuseni muiZe zpusobit, Zze deska s ploSnymi spoji bude nepdjitelnd, zejména pokud se jiz
blizi konci své doby pajitelnosti. Pred vysusenim desek s plosnymi spoji s ponorenim do cinu
muze byt vhodné vysusit vzorek v cilové dobé a teploté a poté ovérit pajitelnost.

IPC & Irish Technology Days 2025 | JIRI DOSTAL | REALTIEM TECHNOLOGIES



Rﬂﬂzmg

Vysouseni

Pro usnadnéni vysuseni a zabranéni delaminaci zplUsobené vlhkosti zvazte nasleduijici: :IPC1602A®
Training Center

» V navrhu ponechte vice médéného reliéfu pro rovinné oblasti mimo jakékoli koplanarni
vinovody - z pohledu spotrebitele ne relevatni

» Minimalizujte fady PTH nebo jiné VIA, které mohou zplsobit zachyceni vihkosti béhem
mokrého zpracovani - z pohledu spotrebitele ne relevatni

» Vysusté tyto sublaminace pred dalSim cyklem laminace - z pohledu spotiebitele
ne relevatni

» Vvsuseni po dobu 24 az 72 hodin mtiZe byt nutné k odstranéni zachycené vlhkosti (coz
pak muzZe vyzadovat napravna opatreni k obnoveni pajitelnosti )

Aby se minimalizovalo poskozeni vnitrnich struktur, mélo by se vypalovani provadét pri
teploté pod Tg laminatu. Vypalovani nad 125 °C (105 °C pro OSP) muze degradovat
konecnou povrchovou utpravu desky plosnych spoju, pajeci masku, laminat a vSechny
sestavené soucasti.
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Baleni a desicant
Cipc.

4.2.3 Vysouseci material Training Center

Mnozstvi a kvalita vybraného vysouseciho materialu musi byt v souladu s normou
IPC/JEDEC J-STD-033 a musi byt bez siry. Nasledujici rovnice popisuje mnozstvi
vysouseciho materialu, které musi byt soucasti suchého baleni:

HUMIDITY INDICATOR

Complies with IPC/JEDEC J-STD-033

U = (0,304 * M *WVTR * A)/D = O

Bake parts
if 60% is
NOT blue

Lot Number

s o O
U = Mnoistvi vysouseciho materialu v JEDNOTKACH, kde jedna jednotka dokaze ?:T:n ;
absorbovat alespon 2,85 gramu vlhkosti pfi 20 % relativni vlhkosti a 25 °C. NOTbue % f
M = Pozadovana trvanlivost v mésicich (viz 3.3.6 pro trvanlivost) i 5
WVTR = Rychlost prostupu vodni pary v gramech/m2 za 24 hodin. _ Domoipuis ,
A = Celkova exponovana plocha MBB v decimetrech ctverecnich (ctverecnich palcich) — g ) 1 =
D = Mnozstvi vody v gramech, které JEDNOTKA vysouseciho materialu absorbuje pri L PR
10 % relativni vihkosti a 25 °C B R
v
L TaTe
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Floor life - mimo obal

Table D-1 Recommendations For Printed Board Floor Life And Rework By Baking!

Per IPC-6013°

e.g., [IPC-4203/1

Floor . Min.
Type Construction’ MAMC, % | Life, Thlck[ni:]es,]s, mm TB:B:{E 3 Bake,
Hours' ) P- Hours*
Rigid <rs
Double-Sided PTFE/Woven Glass 0.20 168 [a 1 {'}0] 105 + 58@ 2
Per IPC-6012 '
Rigid Epoxy/Woven Glass <95
Double-Sided | e.g., IPC-4101/26, 0.20 168 10.100] 105+50@ | 2
Per IPC-6012 126 |
<25
Rigid Multilayer Epoxy/Woven Glass (0.100] 105 + 58@ 4
e.g., [IPC-4101/26, 0.20 72
Per IPC-6012 126 >25t0<4.0 105 + 5B8 6
[0.100 — 0.160]
Polyimide/Woven <2.5 105 + 5§@ 4
Rigid Multilayer Y‘ [0.100]
Per IPC-6012 1 Ipciﬁsgum £ "0 * ~2510=40 o5, spm | 6
8 = [0.100 — 0.160]
<25
Rigid Multilayer | - POXY/Woven [0.100] 105+50 | 4
Per IPC-6012 | I"’I‘fgfldm 50 0.10 24 >250<40 || el
£ [0.100 — 0.160]
<25
Rigid Multilayer | POXY/Non-Woven 0.100] 105+5@ | 4
PerIPC-6012 | M 010 #o5250<40 |, W
£ [0.100 — 0.160]
Flex Multilayer Polyimide
Per IPC-6013 | e.g., IPC-4203/1 0.20 4 NA 5450 | 3
Rigid-Flex .
Multilayer Polyimide 0.20 4 N/A 85+ 5M@ | 3
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Dékuji za pozornost - RSN
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